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Elementos 

Internos de 

un SSII 

· Conectores 

 

· La caja o chasis (Material, formato y posibilidades de expansión) 

· La placa base (formatos, elementos y socket) 

· La BIOS 

· El chipset 

· La memoria RAM (parámetros, módulos, clasificación, Robson) 

· La tarjeta gráfica (memoria de video, GPU, características) 

· El microprocesador (disipación del calor, parámetros, 

overclocking, fabricación, futuro) 

· Los buses 

· Tarjetas de expansión 

· Internos 

· Externos 

· Northbridge 

· Southbridge 

· PCI 

· PCI Express 

· AGP 



En este tema: 

 

· Conocerás mas a fondo todos los componentes internos  

de un equipo informático. Aprenderás las funciones que  

realiza y para que sirve cada uno de ellos y sus  

características.  

 

· Los conceptos que aprendas en este tema van a ser de  

suma importancia para temas posteriores en los que  

aprenderás a ensamblar cada uno de estos componentes. 



                 Conceptos básicos del tema: 

 
• AC97. Estándar de audio de Intel.  

• Alta definición.  

• Asíncrono/síncrono.  

• Coma flotante.  

• Cuello de botella.  

• Fan.  

• Factor de forma.  

• FakeRAID.  

• FSB.  

• Gigahercio.  

• Infrarrojos.  

• Nanómetro.  

• Nanosegundo.  

• Placa base, placa madre o motherboard. 

• RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks).  



2.1 Conectores 

 

2.1.1 Conectores externos 

 





Puertos PS/2 para teclado y ratón.  

• Aparecieron por primera vez en el IBM 

PS/2  



Puertos USB (Universal Serial Bus) 

• Ventaja : Plug and Play (conectar y listo) 

incluso con el ordenador encendido (Hot 

Plug).  

• El USB 2.0 ofrece 480 Mbits/s 

(60MBytes/s) como máximo de velocidad  



Puerto paralelo o LPT1 o puerto 

de impresora 

• Utilizando antiguamente para la impresora 

aunque actualmente se utiliza el USB. 

Tiene 25 pines y actualmente está en 

desuso. 



Puertos serie o puertos COM 

• Empleados para modems y dispositivos 

lentos. Tienen 9 pines. Actualmente en 

desuso  

No confundir este puerto  

serie con el puerto paralelo de  

la impresora LPT1. 



Puertos VGA y DVI para el 

monitor  

• El puerto VGA (Video Graphics Array) es 
el clásico conector analógico de 15 pines 
(normalmente color azul). 

 

 

• El conector digital es el DVI (Digital Visual 
Interface) está diseñado para obtener la 
mejor calidad de imagen en monitores 
digitales (normalmente de color blanco). 



Puertos FireWire o IEEE 1394 

• Puerto serie de gran velocidad. 6 pines el 

normal y 4 el puerto mini. 

• Velocidades de 400 Mbits/s (50 MB/s) y 

800 Mbits/s (100 MB/s).  

• Puede alimentar eléctricamente mejor  a 

los aparatos que el USB y la velocidad de 

400Mbits/s en la práctica es más veloz 

que el USB 2.0 . 



Puerto eSATA (SATA externo) 

• Permite conectar discos duros externos 

SATA a la misma velocidad que uno 

interno. 

• Es un puerto que a primera vista puede 

parecer un puerto USB aunque el número 

de contactos y disposición es distinta. 



Puerto para joystick / MIDI 

• Prácticamente en desuso puesto que el 

puerto MIDI prácticamente no se utiliza.  

• Este  puerto y el del joystick se han 

reemplazado por el puerto USB más 

universal.  



Conectores de sonido 

• Lo normal es encontrar como mínimo tres 

clavijas mini-jack, una para altavoces, otra 

de entrada de línea y otra para entrada de 

micrófono.  

• Mas conectores: conectores digitales 

S/PDIF, RCA para cable coaxial o 

TOSLINK cuadrado para cable óptico.  



Puerto RJ45 para red LAN 

• Conector similar al del teléfono pero más 

ancho pues tiene más cables y pines de 

conexión  



2.1 Conectores 

 

2.1.2 Conectores internos 

 



Conector ATX 20+4 

• Proporciona energía a la placa base.  

• Las placas que tienen un conector hembra 
de 24 contactos admiten un conector 
macho de 20 contactos si estos se 
colocan en los pines 1 y 13. 



Conector ATX 12V 4/8 pines 

• Alimentan al procesador.  

• Se pueden encontrar clavijas de 4 y 8 

pines. Los 8 pines aportarán una energía 

extra. 



Conector PCIe 6+2 

• Es un conector que aporta un voltaje extra 

a las tarjetas gráficas modernas que en 

principio son las únicas que utilizan este 

tipo de conector. 



No confundir el conector  

ATX 12V 8 pines  

con el PCIe 6+2.  

Aunque son parecidos si se  

intercambiasen pueden dañar  

la tarjeta gráfica y la placa base. 



Puertos IDE o ATA paralelo para 

discos duros y unidades ópticas 

• Podemos encontrar uno o dos puertos. 
Tienen 40 o 39 pines.  

• El pin 20 no tiene ninguna función salvo 
impedir que se pueda colocar el cable del 
revés. 



Puerto de disquetera (FDD) 

 • Tiene 34 pines y se está en desaparición. 

Es un puerto de apariencia similar al 

puerto IDE o ATA. 

Conectores para puertos USB 

adiccionales 
 • USB internos para paneles y otros 

dispositivos. 

• Si no tiene la placa base -> tarjeta de 

expansión. 



Puertos SATA (Serial ATA) 

 

• Aunque empezaron las placas base 

teniendo solo 2 puertos, lo mas lógico es 

que tengan 4 o 6.  

• Se conecta : El HD o los lectores ópticos 



Conectores para ventilador (fan) 

 

• Se pueden encontrar en la placa base 

más de un conector de este tipo.  

• CPU FAN o SYSTEM FAN  

• Desde los clásicos de 3 pines hasta los 

actuales de 4 pines los cuales incluyen la 

opción PWM de control de velocidad. 



Conectores para la caja del PC 

• Son un grupo de conectores que permiten 

conectar: 

– El cable de encendido (Power SW) 

– Luces LED de alimentación (Power LED) y 

actividad del disco duro (HDD LED) 

– Altavoz interno (PC speaker) 

– Botón de reset (Reset SW)  

Los conectores LED 

tienen polaridad, al revés  

no enciende el LED. 



Conectores para el panel frontal 

de la caja del PC 

• Sirven para conectar los USB frontales y 

de sonido del frontal de la caja.  

• En ocasiones podemos encontrar que 

tienen conectores Firewire y salida de TV. 



Conectores de sonido internos 

• Lo encontraremos en las placas base que 

tengan tarjeta de sonido integrada.  

• Servirán como entrada de sonido del CD u 

otro dispositivo interno. 



Conector Wake On LAN (WOL) 

• Conector de 3 pines y poco frecuente.  

• Permite conectar la tarjeta de red a la placa 
base de tal manera que se pueda encender el 
equipo desde la red. 

Conector de infrarrojos (IR, IrDA)  

Conector Wake On Ring 
• Igual que el anterior pero el encendido del 

equipo se haría mediante módem. 

• En la BIOS hay que asociarlo a un puerto serie. 



2.2 La caja o chasis 

 

2.2.1 Material de las cajas 

 



• Chapa troquelada 

– Son las mas comunes en el mercado.  

– Bajo coste  

– Evitarlas con chapa muy fina  

 

 

 

 

• Aluminio 

– Reúne unas características óptimas  

– Muchas de las cajas suelen combinar 
aluminio en los frontales y partes más visibles 
y chapa troquelada en otras partes.  

Una de las causas  

de avería de los discos duros  

y lectores ópticos son  

las vibraciones y torsiones  

que la caja no puede  

amortiguar 



2.2 La caja o chasis 

2.2.2 Formatos más usuales 

 



Semitorre ATX 

• 44X21x 51 

• Este es el formato mas vendido con diferencia gracias a su precio y posibilidades de 
expansión. 

 

Torre EATX 
• bahías externas de 5 ¼ (normalmente tienen 5 o mas) o internas de 3 ½  extra. 

• normalmente mejor calidad que las semitorre o torre ATX 

 

Micro ATX 
• Ocupan muy poco espacio -> solo 1 bahía externa de 5 ¼.  

• Placas micro-ATX.  

• Es posible que no sea compatible con disipadores más voluminosos que los que 
vienen de serie con los procesadores. 

 

Mini ITX 
• Bahía formato Slim (portátiles) para lectores ópticos  

• Alojamiento para un disco duro de portátil (formato ODD).  

• Placas soportadas mini-ITX.   

• Fuentes de alimentación de baja potencia (150W). 

• No están pensadas para su posible expansión. 

• Existen cajas más pequeñas que estas como las pico-ITX. 



2.2 La caja o chasis 

2.2.3 Posibilidades de expansión 

 



• Bahías : 

– 5 ¼. Utilizada principalmente por lectores ópticos. 

– 3 ½. Utilizada principalmente para discos duros. 

  

• Mínimo exigible : 2 bahías de 5 ¼ y 2 bahías de 

3 ½.  
 

• Fijación : tornillería o sistemas de guías 



2.3 La placa base  

2.3.1 Formatos más usuales 

 



ATX (Advanced Technology eXtended) 



ATX (Advanced Technology eXtended) 

• Mas utilizado junto a mini ATX 
 

• Ventajas: 

– mejor ventilación  

– menos maraña de cables  

Antiguamente AMD e Intel  

empleaban el mismo  

tipo de placas base.  

Desde hace muchos años  

esto ya no es así 



Formatos mas usuales 

Formato Dimensiones (AltoxAncho) mm 

ATX 305×244 

Mini-ATX 284x208 

Micro-ATX 244x244 

FlexATX 229x191 

BTX 325x267 

microBTX 264x267 

DTX 203x244 

Mini-DTX 203x170 

Mini-ITX 170x170 

Nano-ITX 120x120 

Pico-ITX 100x72 



El formato BTX es el formato propuesto  

por Intel para que en un futuro  

sustituyese al ATX, aunque es complicado  

encontrar placas y cajas BTX puesto que  

sus ventajas no están nada claras. 



2.3 La placa base 

2.3.2 Formatos más reducidos 

 



• Poca reducción: 

– Mini-ATX 

– MicroATX  

– MicroBTX  

 

• Mucha reducción: 

– Mini-ITX (formato con mucho éxito) 

– Nano-ITX 

– Pico –ITX  

 



2.3 La placa base 

2.3.3 Elementos de la placa base 

 





2.3 La placa base 

2.3.4 El socket o zócalo de la CPU 

 



El socket 

• Conector donde se inserta el micro 

• Los primeros microprocesadores estaban 

soldados a la placa base o insertados en 

zócalos donde era imposible extraerlos 

• Los formatos de zócalos actuales más 

utilizados son PGA y LGA 

• ZIF puede considerarse como un subtipo 

de zócalos PGA  



Sockets AMD 
Nombre Nº contactos /año 

introducción 

Microprocesadores 

Soportados  
Notas 

Socket 754 754 / 2003 AMD : Athlon64, Sempron, 
turion64 

ZIF, sin soporte de 
Dual Channel 

Socket 939 939 / 2004 AMD : Athlon64 /64FX/64X2, 
Sempron, Opteron 

ZIF, soporta Dual 
Channel 

Socket 940 940 / 2004 AMD : Opteron, Athlon64 FX ZIF, zócalo para 
servidores, acepta 
memoria registrada 

AM2 940 / 2006 AMD : Athlon64 /64FX/64X2, 
Sempron, Opteron, Phenom 

ZIF, soporta memoria 
DDR2 

AM2+ 940 / 2007 AMD : Mismos que AM2 más 
los Phenom II (720 , 810 , 
920 ,940 , X3-710 , X3-720 , 
X4-810 , X4-955) 

Hypertransport 3.0. 
Mejora ahorro 
energético. 

AM3 938 / 2009 AMD: Todos los Phenom II 
para AM2+ más los exclusivos 
para AM3 ( Athlon 64 X4 , 
Athlon 64 X2 AM3 , Phenom II 
X3 ) 

ZIF. Soporte 
Hypertransport 4.0. 
Soporte de DDR3 



Sockets Intel 
Nombre Nºcontactos/año 

introducción 

Microprocesadores 

Soportados  
Notas 

Socket T / LGA 
775 

775 / 2004 INTEL: Pentium 4, 
Pentium D, Celeron D, 
Core 2 Duo 

LGA, soporte para memoria 
RAM DDR2 

LGA 771 771 / 2006 INTEL: Xeon Dual/Quad 
Core 

LGA 

Socket P 478 / 2007 INTEL: Core 2 Duo, 
Celeron M 

ZIF. No es compatible con el 
socket 478 o el socket M aun 
teniendo el mismo número de 
pins. 

Socket 441 441 / 2008 INTEL: Atom Utilizado en ultraportátiles, 
smartphones y otros pequeños 
equipos electrónicos. 

Socket B / 
LGA 1366 

1366 / 2008 INTEL: Core i7, Xeon 
5500 series 

Comunicación directa entre el 
procesador y la RAM 
eliminando el FSB. 

Socket 1155 1155 / 2009 INTEL: Core i5 Estos procesadores tendrán 
controlador PCI Express y 
controlador de memoria DDR3 

Socket 1156 1156 / 2009 INTEL: Core i5 Estos procesadores tendrán 
controlador PCI Express y 
controlador de memoria DDR3 

Socket 1567 1167 INTEL: Xeon LGA. Socket para los nuevos 
servidores Xeon nehalem. 



Socket PGA (Pin Grid Array) 

• sockets clásicos  

• matriz de conectores en los cuales se van 

insertando las patillas del chip a presión.  

 

• Socket ZIF (Zero Insertion Force – fuerza 

de inserción cero).  

• Matriz de conectores + patilla o brazo de 

encaje. 

 



Socket LGA (Land Grid Array) 

• Los pines están en la placa base en vez 

de en el micro.  

• El micro tiene una serie de contactos que 

harán contacto con los pines de la placa 

base.  

• Ventaja : Los micros son menos delicados 

que los micros con pines. 



2.4 La BIOS 

 

2.4.1 Qué es la BIOS 

 



• BIOS = Basic Imput Output System (sistema 
básico de entrada y salida).  

• Rara vez hay que modificar ningún parámetro 
en la BIOS  

• La operación más común es el cambio de la 
secuencia de arranque  

• Su función es: 

– Identificar los componentes principales del equipo  

– Proporcionar al sistema operativo el camino 
inicial a todos estos dispositivos. 

• La BIOS normalmente es una EEPROM 
(Utiliza memoria Flash ) 



Antes de modificar cualquier parámetro de  

la BIOS hay que mirar detenidamente el  

manual de la placa base.  
 

No cambiar ningún valor si no se sabe  

realmente lo que se está haciendo.  
 

Es posible que las opciones  

varíen de una BIOS a otra. 



La BIOS es un programa guardado  

en una ROM y se ejecuta justo 

cuando se enciende el equipo  

(antes que el sistema operativo  

se cargue en memoria) 





CMOS (Complementary Metal  

Oxide Semiconductor) 

 es un tipo de memoria utilizada para almacenar  

los datos de la configuración de la BIOS  

y del hardware del equipo.  

Se caracteriza por un consumo muy bajo. 



2.4 La BIOS 

 

2.4.2 Configuración de la BIOS 



Configuración del microprocesador  



Opciones avanzadas generales 



Si ponemos alguna password y la olvidamos, 

 tenemos que resetear los valores originales  

de la BIOS puenteando el jumper  

CLRCMOS u otra operación similar 

Sin el software apropiado, tener activada 

la opción HDD SMART no tiene sentido  

pues no se puede monitorizar el disco. 



Carga de valores por defecto 

• “Load Optimal Settings”, “Setup 

defaults”, “Charge Setup Values” o 

“Load Fail-Safe Defaults 

• Si esta opción falla -> puentear el 

jumper Clear CMOS o CLRCMOS. 

• Última opción -> Quitar la pila de la 

CMOS 



Es posible actualizar la BIOS. 

Los motivos para actualizarla son el soporte  

de nuevas funcionalidades que no existían  

previamente, la corrección de algún fallo  

y otro tipo de problema 

 que impida el funcionamiento  

correcto del sistema. 



2.5 El chipset 

 



El chipset 

• Conjunto de procesadores situados en la 

placa base  

• Pensados para que funcionen como si 

fueran uno único  

• Realizan las funciones de la placa base  

Aunque se hable de chipset como si fuese  

un componente electrónico único,  

en realidad es un conjunto de microprocesadores. 





Microprocesadores del chipset 

• El Northbridge. Es el microprocesador más importante del 
chipset. 

• El Southbridge. Segundo microprocesador más importante  

• La controladora IDE 

• La controladora SATA  

• El Super I/O. Controla la entrada/salida de la placa base 
hacia componentes como (puerto serie, paralelo, ratón, 
teclado o disquetera). 

• La controladora de sonido. Antiguamente estaba incluida 
en el southbridge (AC’97), pero al ser cada vez más 
sofisticadas, actualmente forman un núcleo independiente 
aunque se siguen comunicando a través  del southbridge. 

• La controladora Ethernet. Necesita del southbridge para 
comunicarse con el resto del sistema. 



2.5 El chipset 

2.5.1 El northbridge 

 



El Northbridge 

• Se encarga de gestionar:  

– La Memoria 

– Comunicación con el procesador 

– Comunicación con los demás componentes del 

equipo a través del southbridge 

– Puertos gráficos (AGP) 

• Antiguamente gestionaban los puertos PCI 

aunque actualmente los puertos PCI los 

gestiona el southbridge. 



En algunas nuevas arquitecturas  

(athlon 64 y core i7)  

es el microprocesador y no el northbridge 

 el responsable de gestionar la memoria. 



• Del tipo de northbridge dependerá el tipo de 
procesador que admite la placa, la frecuencia 
del Front Side Bus, el adaptador gráfico y el tipo 
y frecuencia de la memoria. 



Algunos fabricantes de chipset 

• Intel (Integrated Electronics Corporation) 

• Via (Via Technologies) 

• NVidia (NVidia corporation) 

• AMD (Advanced Micro Devices) 

 



2.5 El chipset 

2.5.2 El southbridge 

 





El southbridge 

 

• La conexión a la CPU es a través del 

Northbridge mediante el DMI (Direct Media 

Interface). 

• Se suele llamar concentrador de controladores 

de entrada/salida o input/output controller hub 

porque se encarga de controlar casi la totalidad 

de los elementos de entrada salida del equipo y 

algunas otras funcionalidades de baja velocidad. 



De la calidad del southbridge  

y el northbridge depende  

en gran medida el rendimiento  

total del equipo. 

¿De que nos serviría comprar  

el mejor microprocesador del mercado, 

 la mejor memoria, el mejor disco duro  

y la mejor tarjeta gráfica si luego el elemento  

que los gestiona (chipset) es lento  

y representa un cuello de botella? 



2.6 La memoria RAM 

 



La RAM 
• Los equipos tienen memoria RAM en 

muchos elementos internos por ejemplo 

en el procesador (memoria caché, 

registros), en los lectores ópticos (buffer o 

caché), en las tarjetas gráficas (memoria 

de video o gráfica)… 



El tipo de memoria a insertar en una  

placa base dependerá de la misma.  

Al igual que con el procesador 

las placas bases no admiten  

cualquier tipo de memoria. 



2.6 La memoria RAM 

2.6.1 Parámetros 

fundamentales de la memoria 

 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (1) 

• Velocidad de acceso (nanosegundos - ns) 

– Cuanto menos tiempo de acceso tenga la 

memoria más rápida será. 

– Por ejemplo, una memoria DDR3-1600 tiene una 

velocidad de acceso de 5 nanosegundos. 

 
Procura colocar en los equipos el mismo  

tipo de memoria.  

En el caso que coloques diferentes tipos  

de memoria con distintas velocidades  

FUNCIONARAN TODAS A LA VELOCIDAD  

DE LA MAS LENTA. 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (2) 

• Velocidad de reloj 

– Las memorias DDR, DDR2 y DDR3 se suelen 

denominar de dos formas, según la velocidad 

del reloj del bus (DDR3-1600, DDR3-1333, 

DDR3-1066…) o bien por su ancho de banda 

teórico (PC3-12800, PC3-10600, PC3-8500…).  

 
En las memorias DDR, DDR2 y DDR3 el  

ancho de banda de los módulos se calcula  

multiplicando por 8 la velocidad del bus. 

DDR-400  =   PC-3200 

DDR3-1600   =   PC3-12800 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (3) 

• Latencias y CAS 

– CAS (Column Access Strobe – tiempo de acceso 
a la columna) o CL (CAS y CL – CAS Latency es 
lo mismo) son los tiempos de latencia (retardos) 
que tienen las memorias al acceder a ellas. 

– Cuando vemos CAS3 o CL3 significa que hay 
que esperar 3 ciclos de reloj para acceder a ella 
(si accedemos antes sería arriesgado). 

– A igual velocidad de la memoria elegiremos la 
que tiene el CAS o CL más bajo. 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (4) 

• Dual channel 

– Con el uso de esta técnica, la CPU funciona con 

dos canales independientes y simultáneos, con 

lo cual las cifras de ancho de banda efectivo se 

disparan.. 

 
Para utilizar dual channel hay que seguir al pie  

de la letra las indicaciones del fabricante de la placa base  

(módulos de memoria de calidad pareados  

y colocados en el slot correspondiente). 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (5) 

• Voltaje 

– Viene determinado por el tipo de memoria y 
tecnología.  

– Un voltaje mas alto supone mayor consumo y 
temperatura, aunque a veces mejora el 
rendimiento por lo que suele elevarse al hacer 
overclocking.  

– Algunos fabricantes ofrecen módulos de alto 
rendimiento con mayor voltaje y mejor 
refrigeración. 



Parámetros fundamentales de la 

memoria (6) 

• ECC  (Error Checking and Correction -  

Detección y corrección de errores) 

– Las memorias RAM pueden sufrir fallos pues los 

bits pueden cambiar de valor.  

– Las memorias ECC gracias a la paridad pueden 

detectar y corregir algunos de estos fallos. 



2.6 La memoria RAM 

2.6.2 Tipos de módulos de 

memoria 

 



Módulos obsoletos  

– De más antiguos a más nuevos: DIP, SIP, SIMM y RIMM. 

DIMM-DDR 

– DIMM-SDR. Obsoleto. 168 pines. Utiliza memoria SDRAM. 

– DIMM-DDR. Obsoleto. 184 pines. 

– DIMM-DDR2. 240 pines. No son compatibles con los DIMM-

DDR . 

– DIMM-DDR3. 240 pines. No son compatibles con los DIMM-

DDR-2 . 

GDDR 

– Específicos para tarjetas de video  

SO-DIMM 

– Diseñados para portátiles. 100, 144 y 200 contactos. 

– También existe un formato más pequeño pero menos 

utilizado que es el Micro-DIMM. 



• Módulo SIMM 

• Módulos DIMM 



Los módulos de memoria  

DDR, DDR2 y DDR3  

NO son compatibles entre sí.  

Físicamente es imposible colocar  

un modulo en un banco que no sea  

de su tipo porque la muesca de  

posicionamiento evita su inserción. 



2.6 La memoria RAM 

2.6.3 Clasificación de las 

memorias RAM 

 



DDR 

• DDR viene de Double Data Rate SDRAM, 

las cuales doblan la tasa de transferencia 

de las memorias anteriores.  

• El voltaje utilizado es menor que el de las 

memorias anteriores en el tiempo: 2,5 

frente a 3,3 Voltios. 

• Se comienzan a utilizar en los Pentium IV 

y Athlon XP. 



DDR2 

• Es una evolución de la memoria DDR.  

• Ventajas: 

– Funciona a una velocidad mas alta de reloj 
(hasta 533MHz con doble aprovechamiento 
de la señal que equivale a 1066MHz de 
velocidad efectiva).  

– Utiliza un menor voltaje (1,8 V). 

– Utiliza chips con un encapsulado mejorado 
para funcionar correctamente a altas 
velocidades. 

 



DDR3 

• Es una evolución de la memoria DDR2.  

• Fabricación parecida pero mejorando las 

prestaciones que tenía la anterior.  

• Ventajas: 

– La velocidad efectiva llega a ser de 1600MHz 

– El voltaje disminuye (1,5 V) lo que hace que 

baje el consumo. 

– Su mayor densidad permite módulos de 

mayor capacidad. 

 



No confundir la memoria DDR3  

con la memoria GDDR3.  

Aunque son parecidas, esta última se utiliza  

en tarjetas de video y  

consolas de videojuegos  

(Xbox 360 o PlayStation 3). 



2.6 La memoria RAM 

2.6.4 Memoria Robson 

 



La memoria Robson (1) 

• La memoria Robson o turbo memory es 
en realidad una memoria flash de tipo 
NAND pero en muchos equipos la venden 
como si fuese memoria RAM (3GB RAM + 
1 Robson).  

• Esta memoria utiliza memoria flash que 
permite al equipo arrancar más rápido, 
cargar programas más rápidamente, 
reducir el consumo… 



La memoria Robson (2) 

• Ventajas: 

– Es más rápida que el disco duro. 

– Permanece la información cuando el 

equipo se apaga. 

– Aumenta la autonomía de las baterías de 

los portátiles. 

– Algunos sistemas operativos la utilizan 

como cache de disco duro o ampliación de 

la memoria RAM. 



2.7 La tarjeta gráfica 

 





¿ Sabias que el procesador de las  

tarjetas gráficas actuales puede  

llegar a superar el gigahercio ? 



2.7 La tarjeta gráfica 

2.7.1 La memoria de video 

 



La memoria de video  

• Antiguamente se utilizaba memoria DDR 

• Ahora se utiliza DDR2, DDR3, GDDR3, 

GDDR4 y GDDR5 (GDDR = Graphics 

Double Data Rate)  

• GDDR4 y GDDR5 tienen algunas 

características que las hacen más 

apropiadas para las tarjetas de video 



A la hora de elegir una gráfica  

elige una que sea PCI Express  

puesto que el ancho de banda  

es 3.5 veces superior a AGP8X y PCI. 

PCI Express proporciona una velocidad  

superior a 4GB por segundo en las  

trasferencias de datos en  

ambas direcciones.  



2.7 La tarjeta gráfica 

2.7.2 La GPU 

 

 



¿ Sabías que el RAMDAC  

(Random Access Memory  

Digital-to-Analog Converter  

– conversor analógico digital de RAM)  

es el encargado de convertir la señal digital  

con la que trabaja el ordenador en una señal  

analógica interpretable por el monitor ? 



La GPU 
• La GPU (Graphics Processing Unit) es el 

procesador de las tarjetas gráficas. 

• Aligera la carga de trabajo que tiene el 

procesador central. La GPU se encarga 

de gran parte de las tareas para gráficos. 

• Técnicas: 

– Antialiasing (AA). Suavizado de los bordes. 

– Anisotropic Filtering (AF). Es el tipo mas 

avanzado de suavizado de texturas.  

 





Diferencias entre GPU y CPU 
• La GPU está especializada en el procesamiento 

de gráficos. Están especializadas por ejemplo 

en operaciones en coma flotante predominantes 

en los gráficos 3D. 

• Las GPU’s pueden llegar a aproximarse en 

velocidad a las CPU’s no muy recientes. 

• Las GPU’s están pensadas para trabajar en 

paralelo (aumenta la potencia de cálculo). 

• No se puede reemplazar una CPU por una 

GPU. 

 



2.7 La tarjeta gráfica 

2.7.3 Características de las 

tarjetas gráficas actuales 

 



Características de las tarjetas 

gráficas (1) 

• Velocidad del núcleo. Puede ir de 500 a más 

de 1000 MHz. Cuanto mayor velocidad mejor. 

• Velocidad del shader. Los shader son 

conjuntos de instrucciones para el acelerador 

gráfico. Estas instrucciones determinarán en 

una imagen aspectos como luz, sombra, color, 

efectos, materiales… Cuanta más velocidad 

mejor. 

• Ancho del bus. Será (en bits) de 128, 256, 384, 

512… Cuanto más ancho mejor. 



Características de las tarjetas 

gráficas (2) 

• Velocidad de relleno de textura. Es la velocidad 
expresada en texel por segundo o pixeles 3D. 
Indica la velocidad que puede mostrar una imagen 
por pantalla.  

• Píxeles por ciclo (máximo). Es el rendimiento que 
ofrece el procesador de gráficos por ciclo de reloj . 

• Sistema de ventilación. Puede ser por tubos, 
disipador, ventilador… Siempre es mejor elegir el 
más silencioso y más efectivo. En ocasiones no 
basta con solo un disipador y es necesario de un 
disipador para evacuar el calor producido por la 
circuitería de la tarjeta. 



Características de las tarjetas 

gráficas (3) 
• Compatibilidad con Microsoft® DirectX® u OpenGL. 

Estándares que permiten manejar efectos y tienen una 
serie de funciones o primitivas que pueden ser utilizadas 
por las aplicaciones escritas para estos estándares. 

• Salida con capacidad HDCP. HDCP es un sistema de 
protección del contenido digital de elevado ancho de 
banda. La visualización en alta definición HDCP solo es 
posible cuando se intentan ver contenidos en Blu-ray y 
HD DVD mediante conexiones digitales HDMI o DVI. 
También se necesita que el monitor o televisor tenga 
HDCP. 

• Procesadores de flujo. Estos procesadores de flujo se 
encargan de gestionar los núcleos lo que hace que se 
pueda procesar mucha información al mismo tiempo lo 
cual redunda en la velocidad de la tarjeta.  



Características de las tarjetas 

gráficas (4) 
• SLI o Crossfire. Son sistemas de NVidia y ATI 

respectivamente que permiten interconectar varias 
tarjetas (dos o más) para que produzcan una sola señal 
de salida. 

• Resolución vertical y horizontal máxima. Son el 
número máximo de puntos con los que son capaces de 
representar una imagen. A mayor número de puntos la 
nitidez será mucho mejor. 

• Numeraciones y sufijos. Las tarjetas de video 
normalmente siguen para cada marca una serie de 
numeraciones y sufijos, por ejemplo en el caso de 
NVidia, el modelo 9800 es mejor que el 9600 (cuanto 
mas alto mejor), y dentro del mismo modelo una GTX es 
mejor que una GT (de peor a mejor en NVidia: LE, G, 
GS, GT, GTS, GTX y Ultra) 



2.8 El microprocesador 

 



• El micro es la parte más importante de un 
equipo informático. 

• Está compuesto por millones de 
transistores dentro de un circuito 
integrado.  

• Los microprocesadores han ido 
evolucionando a lo largo de la historia 
incluyendo más chips en la placa de silicio 
y más núcleos en menos espacio  



2.8 El microprocesador 

2.8.1 Disipación del calor 

 



Sistemas de disipación del calor 

• Ninguno 

• Disipadores  

• Disipador + ventilador 

• Refrigeración líquida 

• Heatpipes (tubos huecos sellados, los 

cuales tienen un líquido refrigerante en su 

interior el cual se evapora y absorbe calor 

para luego condensarse en otro extremo).  



• disipador 

• heatpipe 



Refrigerar un micro actual es básico.  

Un microprocesador actual  

sin ningún sistema de refrigeración  

(incluso el disipador) duraría funcionando  

segundos.  

No obstante los micros tienen  

un sistema de protección que  

apaga el microprocesador cuando  

alcanza cierta temperatura. 



El futuro de la refrigeración de 

los microprocesadores 

• La refrigeración de los procesadores es 

sumamente importante. 

• Se están investigando materiales y 

técnicas. 

• Descarga de corona, viento iónico o 

aceleración de fluidos electrostáticos son 

algunas de las técnicas en las que se está 

investigando. 



2.8 El microprocesador 

2.8.2 Parámetros de un 

microprocesador 

 



Velocidad  de reloj (MHz y GHz)  

• La velocidad del reloj impone el ritmo de 

trabajo del microprocesador. La frecuencia 

se mide en hercios (Hz): 

– 1 Kilohercio (KHz) equivale a 103 Hercios Hz 

– 1 Megahercio (MHz) equivale a 106 Hercios 

Hz (un millón) 

– 1 Gigahercio (GHz) equivale a 109 Hercios Hz 

(1000 millones) 

 



La velocidad del reloj en Hz  

no indica la velocidad real  

del microprocesador.  

También interviene la eficiencia  

del microprocesador,  

la tecnología, el número de núcleos… 



Velocidad del bus 

• Front Side Bus (FSB) en Intel o FSB 
Hipertransport (HTT), Lightning Data Transport 
(LDT) o simplemente hipertransport en AMD. 

• Viene dada por el ancho del bus (64 bits 
normalmente)  y la velocidad del mismo en MHz.  

• Normalmente la velocidad del bus de memoria es 
la misma que la del FSB (forma síncrona), 
mientras que los otros buses funcionan según una 
fracción del FSB (3/4 por ejemplo). 

• El hipertransport es una evolución mejorada del 
FSB clásico lo cual permite que la comunicación 
Microprocesador – Northbridge sea muy eficiente. 



Memoria caché 

• Tipos de cache: 

– L1 o primaria de nivel 1. Están integradas en el 

núcleo del microprocesador y funcionan a la 

máxima velocidad. 

– L2 y L3 o de nivel 2 y 3. Conectadas al micro 

mediante el back side bus (bus trasero) el cual 

es mas rápido que el bus frontal. Pueden estar 

implementadas en el núcleo, encapsulado o ser 

externas. La cache L2 es más lenta que la L1 y 

la L3 que la L2. 

 



Tecnología de fabricación 

• Indica el tamaño del elemento más 

pequeño del chip y da una idea de lo 

avanzado de la tecnología de construcción 

del mismo. 

• Actualmente 45 nanómetros (nm).  



Voltaje 

• El voltaje (Vcore o voltaje del núcleo) nos 
indica ciertas características del micro.  

• A menor voltaje el consumo del mismo 
será menor y también menor la 
generación de calor. 

• Hay que respetar los parámetros del 
fabricante y no modificarlo salvo que se 
esté seguro de lo que se está haciendo. 



Tipos de núcleo  

• Una cosa es el nombre con el que se 

comercializa un núcleo (Core i5 por ejemplo) y 

otro es el nombre clave utilizado para el proceso 

de desarrollo (Nehalem, Yorksfield, Wolfdale…).  

• Actualmente ya no es tan rentable el aumentar 

la velocidad del reloj -> aumentar el número de 

núcleos para aumentar el rendimiento y para 

mejorar la multitarea 



2.8 El microprocesador 

2.8.3 El overclocking 

 



El overclocking 

• El overclocking al contrario que el underclocking 

es un aumento de la velocidad del 

microprocesador por encima del nominal. 

• Se consigue un rendimiento extra de forma 

gratuita pero produciendo más consumo 

energético y más calor. 

• El overclocking siempre que se salga de los 

parámetros fijados por el fabricante implica la 

pérdida de garantía del microprocesador. 



Actualmente los fabricantes permiten  

hacer overclocking de sus productos  

dentro de unos límites, incluso  

proporcionan software para  

ayudar a realizar overclocking. 



2.8 El microprocesador 

2.8.4 Fabricación de 

microprocesadores 

 



• Oblea de silicio 



Fabricación de micros 

• Los microprocesadores se fabrican utilizando 
técnicas más complejas que la fabricación de 
otros circuitos integrados más simples.  

• El proceso consiste en depositar en una oblea o 
lámina de silicio una serie de materiales 
conductores, aislantes y semiconductores en 
forma de bocadillo para lograr así el deseado 
microprocesador.  

• Se fabrican en las llamadas salas limpias (sin 
polvo). 





2.8 El microprocesador  

2.8.5 El futuro de los 

procesadores 

 



• Micro de 32 nanómetros 

• Futuro Incierto.  

– Se habla de que Intel podría crear para el 

año 2020 procesadores de 16 núcleos o 

más.  

– Volver a fabricar procesadores 

mononúcleo con frecuencias entre 20 y 50 

GHz (no harían falta procesadores con 

varios núcleos). 



2.9 Los buses 



Los buses 

• Los buses son líneas de interconexión que 

interconectan el procesador con los 

distintos dispositivos del equipo.  



2.9 Los buses 

2.9.1 Bus PCI 

 



El bus PCI 

• PCI o Peripheral Component Interconnect 

• Creado en 1993 por Intel y transmite datos 

en paralelo. Reemplazó a buses antiguos 

como los ISA y los VESA. 

• Varias versiones. El estándar final es el PCI 

3.0 . 

• El PCI va a ir desapareciendo dando paso al 

PCI Express. 



2.9 Los buses 

2.9.2 Bus AGP 

 



El bus AGP 

• Ranura dedicada a conectar tarjetas de 
video.  

• AGP es Accelerated Graphics Port . 

• Es una evolución de la especificación 
PCI 2.1  

• Las tarjetas AGP se encuentran más 
lejos del borde de la placa y más cerca 
del micro que las PCI. 

• PCI Express tiene más prestaciones 
que AGP. 



2.9 Los buses 

2.9.3 Bus PCI Express 

 



Bus PCI Express 

 • Es una evolución del bus PCI basándose en los 

conceptos y tecnología actuales. 

• El puerto PCI actual resulta escaso para las 

necesidades de algunas tarjetas como las 

gráficas actuales o las Gigabit Ethernet. 

• El puerto esta formado por uno o más enlaces 

punto a punto bidireccionales. En realidad se 

mandan muy pocos bits a la vez pero a mucha 

velocidad (2,5 o 5 Gbits/s).  

• Existen slots con uno (X1), cuatro(X4), 

ocho(X8), dieciséis(X16) o treinta y dos(X32) 

enlaces de datos.  



• Puertos PCIe X1 y X16 

 Un enlace X1 es más rápido  

que el PCI normal 

 y un enlace X8 es igual de rápido  

que la versión más rápida AGP.  



2.10 Tarjetas de expansión 



Tipos de tarjetas de expansión (1) 

• Tarjeta capturadora o sintonizadora de 
televisión. Permite ver la televisión en el 
ordenador. Junto a la tarjeta vienen unos 
drivers y programas que permiten 
sintonizar, memorizar canales y grabar 
directamente o de forma programada los 
canales. 

• Tarjeta de red. Inalámbrica / cable. 

• Tarjeta de sonido.  

 



Tipos de tarjetas de expansión (2) 

• Tarjeta gráfica. 

• Tarjeta PCI-SCSI. Permite conectar al equipo 
discos SCSI, los cuales suelen ser de mejor 
calidad y prestaciones que los discos normales. 
Estas tarjetas y los discos no suelen ser nada 
económicos. 

• Tarjeta PCI-RAID. Permite implementar 
distintos tipos de sistemas RAID. Suelen estar 
especializadas y sin duda darán mejor 
rendimiento que los sistemas RAID integrados 
en las placas base. 

 



• Tarjeta gráfica o de video 



Un RAID hibrido o fakeraid es creado por 

la BIOS de la placa base o la tarjeta de expansión  

pero gestionado por el sistema operativo.  

Este tipo de RAID, dado que es gestionado  

por el sistema operativo que es un software,  

es RAID software, por lo tanto, mucho  

más lento que un RAID hardware. 

Consejo: Evitar los RAID 

híbridos o Fakeraid  



Tipos de tarjetas de expansión (3) 

• Tarjeta PCI-IDE. Este tipo de tarjetas se 

utilizan fundamentalmente para aumentar 

el número de puertos IDE del equipo. 

• Tarjeta expansión SATA. Permite 

aumentar el numero de puertos SATA 

internos o externos o dotar al equipo de 

ellos si no disponía. 

 

Tarjeta SATA II ExpressCard  



Tipos de tarjetas de expansión (4) 

• Tarjeta expansión USB. Son económicas 

y en el caso de adquirir una se aconseja 

optar por alguna que como mínimo tenga 

4 puertos externos y uno interno. 

• Tarjeta expansión Firewire. Al igual que 

la tarjeta anterior ésta es similar pero para 

puertos firewire. 

 

•Tarjeta de expansión USB VIA Vectro 



Tipos de tarjetas de expansión (5) 

 Brackets. Se suelen utilizar para habilitar 

puertos externos normalmente en las 

ranuras de expansión del chasis, ya sean 

SATA, USB, sonido.... Pueden 

suministrarse junto con la placa base. 

 

 

•Bracket  SATA  


